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(57)摘要

本发明提供一种旋转台用晶片保持机构及

方法和晶片旋转保持装置，能够在旋转处理中在

维持晶片的姿态的状态下改变晶片的保持位置，

减轻由蚀刻造成的外周销的痕迹，减少清洗残

留、清洗不均。具有：旋转台，在上表面保持晶片；

和可动的多个外周可动销，设置在旋转台且用于

对晶片的外周进行保持，该多个外周可动销包含

多个第一外周可动销、和晶片的保持位置与该第

一外周可动销不同的多个第二外周可动销，在晶

片的处理中，通过替换由第一外周可动销和第二

外周可动销进行的晶片的保持，从而改变晶片的

保持位置。
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1.一种旋转台用晶片保持机构，是晶片旋转保持装置的旋转台用晶片保持机构，其特

征在于，具有：

旋转轴；

旋转台，载置在所述旋转轴的前端且在上表面保持晶片；

驱动马达，向所述旋转轴供给动力；和

可动的多个外周可动销，设置在所述旋转台且用于对晶片的外周进行保持，

所述多个外周可动销由多个第一外周可动销、和晶片的保持位置与所述多个第一外周

可动销不同的多个第二外周可动销构成，

在所述第一外周可动销保持所述晶片的保持状态的期间，所述第二外周可动销使晶片

处于非保持状态，在所述第二外周可动销保持所述晶片的保持状态的期间，所述第一外周

可动销使晶片处于非保持状态，

在所述晶片的处理中，通过替换由所述第一外周可动销和所述第二外周可动销进行的

保持，从而改变所述晶片的保持位置。

2.根据权利要求1所述的旋转台用晶片保持机构，其特征在于，

由所述多个外周可动销进行的所述晶片的保持由设置在所述旋转台内的螺线管控制。

3.一种旋转台用晶片保持方法，其特征在于，

使用权利要求1或者2所述的旋转台用晶片保持机构保持所述晶片。

4.一种晶片旋转保持装置，其特征在于，

具备权利要求1或者2所述的旋转台用晶片保持机构。

5.根据权利要求4所述的晶片旋转保持装置，其特征在于，

所述晶片旋转保持装置具备旋转处理机构。
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旋转台用晶片保持机构及方法和晶片旋转保持装置

技术领域

[0001] 本发明涉及晶片旋转保持装置中的旋转台用晶片保持机构及方法和晶片旋转保

持装置。

背景技术

[0002] 以往，在半导体制造工序中，如旋转蚀刻、旋转干燥、旋涂等那样在使硅等半导体

晶片旋转的同时进行各种处理的工序(也称为旋转工艺)正在增加。作为具体的装置，已知

旋转蚀刻装置、旋转干燥装置、旋涂装置等晶片旋转保持装置。除此以外，作为设备的制造

工序中的晶片表面的处理，除了用于除去背面磨削后的损伤层的蚀刻处理之外，还能够举

出显影液对晶片的涂敷、在将电路图案曝光后的晶片表面涂敷显影液并将半导体电路烧制

到该涂敷了显影液的晶片后得到的制品的显影处理、晶片表面的清洗等。作为用于对这样

的晶片进行旋转处理的晶片旋转保持装置和方法，例如有专利文献1～4所记载的装置和方

法。

[0003] 图5是示出现有的晶片旋转保持装置的概要示意图，图6是示出图5的驱动部的详

细情况的主要部位放大图。如图5以及图6所示，现有的晶片旋转保持装置30中的旋转台32

上的晶片W的保持方法是利用由一根可动销34和两根固定销36构成的三根外周销来保持晶

片W。在图5中，附图标记40是用于支承晶片W的下表面的支承销。

[0004] 在投入晶片W时，将可动销34向外侧打开，设置晶片W，接下来通过关闭可动销34从

而将晶片W按压到固定销36侧进行保持。一旦保持晶片W，就在该状态下进行旋转处理，在旋

转处理完成后，成为将可动销34打开而取出晶片W的结构。关于可动销34的驱动传递方法，

其是在旋转停止中由安装于非旋转结构物的缸体38从外部进行上推而实现开闭的。在旋转

处理中，可动销34成为铰链结构，利用弹簧将晶片W始终以一定的压力按压保持在固定销36

侧。

[0005] 在前述现有的利用外周销对放置于旋转台32的晶片W进行固定的方法中，由于外

周销的保持位置在处理中是固定的，因此，存在以下这样的问题：在该部分产生由蚀刻造成

的销的痕迹，或者在接触部产生清洗残留，或者销所进行的外周环绕受到阻碍而产生偏差。

[0006] 在先技术文献

[0007] 专利文献

[0008] 专利文献1：日本专利第4625495号

[0009] 专利文献2：日本专利第4111479号

[0010] 专利文献3：日本专利第4257816号

[0011] 专利文献4：日本专利第4364242号

发明内容

[0012] 发明要解决的课题

[0013] 本发明是鉴于上述现有技术而完成的，其目的在于提供一种旋转台用晶片保持机
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构及方法和晶片旋转保持装置，通过对使用多个外周可动销来保持晶片的外周可动销进行

替换，从而能够在旋转处理中在维持晶片的姿态的状态下改变晶片的保持位置，减轻由蚀

刻造成的外周销的痕迹，减少清洗残留、清洗不均。

[0014] 用于解决课题的手段

[0015] 为了解决上述课题，本发明的旋转台用晶片保持机构是晶片旋转保持装置的旋转

台用晶片保持机构，其具有：旋转轴；旋转台，载置在所述旋转轴的前端且在上表面保持晶

片；驱动马达，向所述旋转轴供给动力；和可动的多个外周可动销，设置在所述旋转台且用

于对晶片的外周进行保持，所述多个外周可动销由多个第一外周可动销、和晶片的保持位

置与所述多个第一外周可动销不同的多个第二外周可动销构成，在所述第一外周可动销保

持所述晶片的保持状态的期间，所述第二外周可动销使晶片处于非保持状态，在所述第二

外周可动销保持所述晶片的保持状态的期间，所述第一外周可动销使晶片处于非保持状

态，在所述晶片的处理中，通过替换由所述第一外周可动销和所述第二外周可动销进行的

保持，从而改变所述晶片的保持位置。

[0016] 优选地，由所述多个外周可动销进行的所述晶片的保持由设置在所述旋转台内的

螺线管控制。

[0017] 本发明的旋转台用晶片保持方法是使用所述旋转台用晶片保持机构保持所述晶

片而成的旋转台用晶片保持方法。

[0018] 本发明的晶片旋转保持装置是具备所述旋转台用晶片保持机构而成的晶片旋转

保持装置。

[0019] 优选地，所述晶片旋转保持装置具备旋转处理机构。

[0020] 发明效果

[0021] 根据本发明，可起到以下显著效果，即，能够提供一种旋转台用晶片保持机构及方

法和晶片旋转保持装置，通过对使用多个外周可动销来保持晶片的外周可动销进行替换，

从而能够在旋转处理中在维持晶片的姿态的状态下改变晶片的保持位置，减轻由蚀刻造成

的外周销的痕迹，减少清洗残留、清洗不均。

附图说明

[0022] 图1是示出具备本发明的旋转台用晶片保持机构的晶片旋转保持装置的一个实施

方式的概要示意图。

[0023] 图2是具备本发明的旋转台用晶片保持机构的晶片旋转保持装置的主要部位放大

图。

[0024] 图3是具备本发明的旋转台用晶片保持机构的晶片旋转保持装置的主要部位放大

图。

[0025] 图4是示出能够用于本发明的旋转台用晶片保持机构的电力供给机构的一个实施

方式的概要示意图。

[0026] 图5是示出现有的晶片旋转保持装置的概要示意图。

[0027] 图6是图5的现有的晶片旋转保持装置的主要部位放大图。
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具体实施方式

[0028] 以下，说明本发明的实施方式，但这些实施方式是例示性的，只要不脱离本发明的

技术思想，就当然能够进行各种变形。在图示中，相同部件用相同附图标记表示。

[0029] 在图1以及图2中，附图标记10表示本发明的旋转台用晶片保持机构。旋转台用晶

片保持机构10是晶片旋转保持装置11的旋转台用晶片保持机构，其具有：旋转轴18；旋转台

12，载置在所述旋转轴18的前端且在上表面保持晶片W；驱动马达20，向所述旋转轴18供给

动力；和可动的多个外周可动销，设置在所述旋转台12且用于对晶片的外周进行保持。所述

多个外周可动销由多个第一外周可动销14、和晶片W的保持位置与所述多个第一外周可动

销14不同的多个第二外周可动销16构成。本发明的旋转台用晶片保持机构10在所述第一外

周可动销14保持所述晶片W的保持状态的期间，所述第二外周可动销16使晶片W处于非保持

状态，在所述第二外周可动销16保持所述晶片W的保持状态的期间，所述第一外周可动销14

使晶片W处于非保持状态，在所述晶片W的处理中，通过替换由所述第一外周可动销14和所

述第二外周可动销16进行的保持，从而改变所述晶片的保持位置。在图1中，附图标记24是

用于支承晶片W的下表面的支承销。

[0030] 图2是示出具备本发明的旋转台用晶片保持机构10的晶片旋转保持装置11的一个

例子的驱动部的详细情况的俯视图。在图2中，作为多个外周可动销，使用在外周方向上可

进行约2mm运行的三个第一外周可动销14以及在外周方向上可进行约2mm运行的三个第二

外周可动销16，在晶片处理中，通过由第一外周可动销14和第二外周可动销16交替地保持

晶片W，从而在旋转处理中，在维持晶片W的姿态的状态下改变晶片的保持位置，由此，能够

减轻由蚀刻造成的外周销的痕迹，减少清洗残留、清洗不均。

[0031] 由所述外周可动销进行的晶片的保持下的外周可动销的运行方法没有特别限制，

如图1以及图3所示，优选地，由设置在旋转台12内的螺线管28进行控制。在图1以及图3中，

附图标记22是永磁铁，附图标记26是支点。在图示例中，晶片的保持作为杆方式将永久磁铁

22埋入到杆下部，根据电磁铁的强弱进行晶片杆的开闭，通过改变电磁铁的极性来对由第

一外周可动销14和第二外周可动销16进行的晶片保持进行切换。

[0032] 以下，说明由外周可动销进行的晶片的保持下的外周可动销的动作的一个例子。

在供给晶片W时，使用螺线管28将全部第一外周可动销14以及全部第二外周可动销16向箭

头所示的外周方向放倒。在设置晶片W后，使第一外周可动销14倒向内侧，利用第一外周可

动销14来保持晶片W。使旋转台12旋转，开始进行处理，例如，在晶片上涂敷药液等。在经过

了一定的处理时间的阶段，使第二外周可动销16倒向内侧而成为保持状态后，使第一外周

可动销14倒向外周方向而成为非保持状态，利用第二外周可动销16来保持晶片W。在晶片W

的处理中，利用第一外周可动销14和第二外周可动销16交替地改变晶片的保持位置。在图

示例中，通过使用电磁铁来改变螺线管的极性而进行外周可动销的驱动，但也可以通过改

变施加于螺线管的电压而控制对晶片的按压。

[0033] 在图示例中，旋转轴18为SUS(不锈钢)制，旋转台12为工业用塑料等合成树脂制。

旋转台12的转速没有特别限制，但优选为100～1000rpm。

[0034] 第一外周可动销14以及第二外周可动销16的形状没有特别限制，但优选为圆柱形

状。在图示例中是直径3mm左右的圆柱形状的销。第一外周可动销14以及第二外周可动销16

设置多根，优选分别设置三根以上。第一外周可动销14以及第二外周可动销16的配置优选
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是均等的。在本发明中，用于对晶片的外周进行保持的外周销优选全部都是可动的。

[0035] 作为用于驱动螺线管的电源供给方法，没有特别限制，例如，可以列举以下方法

等：将电池组装到旋转台内而供给电源，通过旋转旋转台，利用离心力进行马达驱动的开关

的方法；从旋转轴利用滑动环供给电源，在供电的同时开始旋转的方法；和使用电磁感应向

旋转台供给电源，在供电的同时开始旋转的方法。

[0036] 作为使用基于电磁感应的方法来作为电源供给单元的一个实施方式，在图4中示

出电力供给机构70。在图4中，电力供给机构70包含：旋转轴18；旋转台12，载置在所述旋转

轴18的前端且在上表面保持晶片W；驱动马达20，向所述旋转轴18供给动力；固定侧初级线

圈72，卷绕在所述旋转轴18的周围；电力供给源74，与所述固定侧初级线圈72连接；和旋转

台侧次级线圈76，与所述固定侧初级线圈72对应地隔开规定距离地设置，且被安装于所述

旋转台12。将旋转控制用马达经由电线80与所述旋转台侧次级线圈76连接，从而通过电磁

感应经由所述次级线圈76向螺线管等负载50供给电力。

[0037] 本发明的晶片旋转保持装置优选具备旋转处理机构。作为该旋转处理机构，例如

列举旋转蚀刻装置、旋转干燥装置、旋涂装置等中的蚀刻处理机构、干燥机构、涂覆机构等。

作为其他的旋转处理机构，除了用于除去背面磨削后的损伤层来作为设备的制造工序中的

晶片表面的处理的蚀刻处理机构之外，还可以列举出对晶片涂敷显影液的涂敷机构、在将

电路图案曝光后的晶片表面涂敷显影液并将半导体电路烧制到该涂敷了显影液的晶片后

得到的制品的显影处理机构、晶片表面的清洗机构等。作为所使用的处理药液并没有特别

限制，优选使用酸系/碱系的蚀刻清洗液以及冲洗水。

[0038] 本发明的旋转台用晶片保持方法是使用旋转台用晶片保持机构来保持所述晶片

的方法。此外，晶片旋转保持装置是具备旋转台用晶片保持机构的装置。

[0039] 附图标记说明：

[0040] 10：本发明的旋转台用晶片保持机构，11：本发明的晶片旋转保持装置，12、32：旋

转台，14：第一外周可动销，16：第二外周可动销，18：旋转轴，20：驱动马达，22：永久磁铁，

24、40：支承销，26：支点，28：螺线管，30：现有的晶片旋转保持装置，34：可动销，36：固定销，

38：缸体，50：负载，70：电力供给机构，72：固定侧初级线圈，74：电力供给源，76：旋转台侧次

级线圈，W：晶片。
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图2
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图3

图4
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图5

说　明　书　附　图 4/5 页

10

CN 109155272 A

10



图6

说　明　书　附　图 5/5 页

11

CN 109155272 A

11


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005
	DES00006

	DRA
	DRA00007
	DRA00008
	DRA00009
	DRA00010
	DRA00011


